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PÓŁFABRYKATY 
7129-01 

Z TWORZYW 
DRZEWNYC H Płyty stolarskie komórkowe Zamiast 

1. WSTg' 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są pły
ty stolarskie komórkowe wykonane z drewna i two
rzyw drewnopochodnych, prze~naczone na wieńce, 

drzwi oraz ścianki w produkcji mebli kuchennych 1 

innych mebli wykańczanych lakierami kryjącymi. 

1.2. Określenih Płyta stolarska komórkowa -
płyta o kształcie prostokątnym, które j zewnę

trzne wars twy (okładziny) stanowią płyty pilśnio

we twarde, a warstwę środkową rama z drewna li
tego, sklejki lub płyty wiórowej, wypełniona ma
teriałami usztywniającymi z drewna, papieru lub 
innych tworzyw drewnopochoQnych , ułożonymi w ten 
sposób, że tworzą dowolnego kształtu komórki. 

2. OZNACZENIE 

PLYTA STOLARSKA KOMbRKOWA BN-7417129-01 

3. WYMAGANIA 

2.. 'L Materiały 
) . 1 .1. Okładziny na leży wykonywać z pły~ pi l ś

niowych twardych klasy I wg BN-74/7122-11 . 21. O
kład ziny należy przykleić do wars twy środkowej 

klej em t errooutward zalnym, np. moc znikowym, w ten 
sposób aby pra wa gładka powierzchnia płyt s tano
wiła zewnętrzn~ pow ierzchnię płyt komórkowych . 

Za zgodą stron dopuszcza się stosowanie na okła
dziny płyty pilśniowe II klaoY jakości oraz inne 
materiały uznane przez placówki naukowo-badawcze 
za rów~orzędne lub lepsze. 

3. 1 .2. Rama powinna być wykcnana z 
z tarcicy iglastej, płyt wiórowych lub 

li s tewek 
sklejki 

ułożonych na styk czołami złączonych metalowymi 
zsz~vkami. Za zgodą stron dopuszcza się stosowa
nie na ramy innych mat~riałów uznanych przez pla
cówki naukowo-badawcze jako równorzędne . Wewnątrz 

ramy mogą być zastosowane dodatkowe wkładki drew
D.iane. SzczegóŁy konstrukcji ramy określa zama
wiający z tym jednak , że ógólna jej powierzchnia 
i powierzchni e dodatkowych wkładek nie może prze
kraczać 40% powierzchni płyty. Za zgodą stron do
puszcza się wi~kszy procent ich udziału w płycie. 

BN· 70j711 3·01 

Grupa kalalogowa 0924 

W ramie płyty powinny się znajdować otwory od
powietrzające o przekroju nie więk s zym niż 20 mm

2 

i o głębokości równej szerokości l ist 'Jwki ramy. 

3,1,3. Wypełniacz. Puste przestrzenie r~ 
powinny być wypełnione konstrukcjani przestrzen
nymi z materiałów drz~wnych lub twor zy '/ d.rewno
pochodnych takich, jak płyty pilśniowe twar d~ł 

płyty pilśniowe porowate, sldojka, fo r nir . tek
tura, papier, listewki z drewna litego oraz mate
riały o s trukturze porowate j. Pustych IJrze strzeoi 
między listewkami ramy o szerokości do 110 mm n:iB 
należy wypełniać. 

3.2. Konstrukcja płyty. Przyk ładowe konstrukcje 
płyt o środkach z płyty pilśniowej twardej, z p~
pieru i f orniru przedstawiono na rys. 1 , 2 , 3. 

I BN-74!7129-0H I 

Rys. 1 

I BN - 74!7129-01-2 1 

Rys . 2 

Zgłoszono p rzez Zjednoczenie Przemysłu Płyt , Sklejek i Zapałek 
Usta no iana przez Dyrekto ra Zjednoczenia Przemysłu Płyt , Sklejek i Zapałek dnia 18 listopada 1974 r. 

jako normo obowiązująco w za kresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1975 r . 
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1975 poz. 4) 

Wydanie 2. 
WYDAWN ICTWA NORMALIZAC,YJNE Druk . Wyd . Norm, W · wa, Ark. wyd, 0,65 N a kl. 200 .2.~ Zam. t406/S1 Cena zl 9 .00 
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!srH 4/7129- 01 - 3) 

Rys. 3 

3,3. WymiarY i kształt 

3, ·~,1. Wymiar.y pł yt , w mm, podano w t abl. 1. 

Tablica 1 

'Dl ut;oŚĆ 400 2050 +10 

- O 

Szerokość 270 .;. 1200 + 5 
- o 

Grubość 19,4 ±O,6 

Za zgodą stron dopuszcza się produkcj, plyt o innyob 
WYllliarach. 

3,3,2. Różnica grubości w obrębie płyt~ nie ~ 
winna być więks za niż 1,0 mm. 

3. 3.3. Dopuszczalne odch:t l enia kraV'l ~dzi nł:y 1; :y 

od kąta prostego. Odchylenie boków płyty od k ąta 

prostego nie powinno prz ekraczać 3 mm na 1 m dł~ 
gości boku płyty. 

3.3. 4. WichrowatoŚć . Odchyleni e płyty od pła

szczyzny poziomej nie powinno przekraceać 2 mm na 
1 m długości przekątne j płyty. 

3.4. Wygląd zewnętrzn;y 

3.4,1. Wady r amY i wkładek podano w t abl. 2 . 

Tablica 2 

Wady dreVJla Dopuszczalny rozmiar występowania 
wg PH-79/D-01011 wady 

nie bierze się pod uwagę sęków o 
zdrowe i śred ni cy do 10 .. ; dopuszczalne 
zrośnięte wysttpuj,ce na jednYIII boku o sze-

Sęki rokości do 2/ 3 listewki 

zepsute i dopuszczalne 4 sztuki na 1 III wy-
niezrośnięte st,puj,ce na jednym boku o {;red-

nicy do 20 .. 

lakorki, zabitki, niedopuszczaln8 na bokacb pęcherze żywiczn8 

Zgnilizna 8i,kka niadopuszcza1na 

Cbodniki owadzie niedopuszczalne 

Pęknięcia glębokie 
dopuszczalne do 113 grubości i % 

długości listewki 

dopuszczalna do 1;'0 szerokości 
Oblina listewki ~ystępuj,ca na j ednYIII 

boku i c.:olacb 

Wad nie wYlllienionych w tabl. 2 nie bierze się pod 
uwagę • 

Wad wymieniony ch w t abl. 2 nie dopus zcza 
\Il'l<; t r z.n:ich 'bokach płyty kOlll6rkovej. 

się na :!; . -

3,4.2. Wady płyt podano. tabl. 3. 

'fablica 3 

Cbarakterystyka wady 
~opuszc zalny r oz-

Nazwa wady ~iar występowania 
wady 

P18lll1 pocho r6tnic. zabarwieni~ o V1-
dzania tecb ratnyob konturacb nie dopuszczalne 
nologicznegc vplywaj~e ujemnie na wy 

kończeni. pl)'t 

Zabrudzenia zabrudzenia smar .. i, 010-
tłuszczaa1 jami i innymi tł uszc zam i niedopuszczalD8 
mineralnymi nioschn ącymi 

Zabrudzenia zacieki kleju na zewnę- dopuszczalne wy-
klejowe trznoj płaszczytn1e pł)'tl' stęPQj-=. przy 

okładzinowej krawędziach o 
szerokości do 
10 .. 

Zacieki zacieki roztopionej w dopuszczalne 
tlwiczne czasie prasowania żywicy pozwalaj~ce wy-
raJą balsaaicznej ci,ć płytę o V1-

miarach netto 
bez tej wady 

FalistośĆ kilkakrotn e wyst,powa-
nie na przemian wypuklo- niedopuszczalna 
ścl i wgłębiell płaszczYZt 
plyty 

Wydęcia V1pukłość obu okładzin w niedopu6zczalne 
obrębie raJą płyty 

lIItl,śnięcia wgłębienia obu okladzin nledopuszczalne w obrębie raJą plyty 

Wglębienia wg BN-74/7122-11 . 21 dopuszczalne o 
i wypuklośc wysokości lub 

glębokości aie-
szcz,cej si, w 
granicacb dopu-
szczalnej odchył 
ki grubości olda-
dzin w obrębie 
plyty 

Przebicia odci śnięty w czasie pra-
r8lll1 sowania wyrał.n:r zarys dopuszczalne 

ramy i wkładek 

Rozklejenia r~zdzielenie się posz- dopuszczalne V1-
czeg61nych warstw płyt stępu~,ce spora-
kOlll6rkowych w spoinie dyczn e, ni e 
klejowe j . głębsze ni:!. 1/ 3 

szerokości ramy 
i o długości do 
20 IUI 

Rozwarst- rozdzielenie si, warstwy 
wi enia okładzin lub ramy poza niedopuszc7.alne 

spoi n" klejow, 

Uszkodzenia załamanie, zgn i eceni., dopus zczal ne do 
5 mm nominalne j 

narożnik6w rozwarstwi eni e lub ubTb* 
długości prze-narotnik6v klltnej 

Szczeliny odstępy na zl!\czu poai,- dopuszczalne na styku dzy s !\siednimi listewka- do 1 IUI 
r8lll1 mi 

Przesunięcil odkrycie ramy spowodowa- dopus zczalne do 
okladzin na . przesunięci em s i , 3I11III vzgl,dea okładzin przed sklejeni. 
r8lll1 

Rysy wg BN-74/7122-11 .11 dopuszczalne 
cienkie do 1 -o gł, bokości 
0,3 II1II 

Wady ni e wymieni one w t abl. 3 są niedopuszczalne. 
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3.4.}. Kumulacja wad. W jednej płycie i w jed
nej ramie dopuszcza się jednoczesne występowanie 

nie więcej nH 3 wad wymienionych w tabl. 2 i 3. 

3.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne płyt 

podano w tab l . 4. 

Tablica 4 

Właściwości Wymagania 

Wilgotność, % 6 -:- 10 

Nasi4kliwo~ c pŁyty pil ś niowej 
po 24 h moczenia w wodzie . 
%. ni e wi fCe j niż 30 

JakośĆ s kl e j eni a badana wy ższa niż wytrzymałośĆ 
przez r ozkli nowanie s poi ny płyty pil ś niowej na 
klejowe j rozci~ganie pro6topadłe 

do pła6zczyzn 

3.6. Cechowanie. Każda płyta powinna zawierać 

na ~ęŻBzym. dłuższym boku z lewej strony co naj
mnie j następujące dane : 

a ) znak wytwórni, 
b) znak kontrol i jakości, 

c ) mie s iąc i r ok produkc ji oraz numer zmiany. 
d) nume r normy . 

4. PJiKOWJJHE. PRZECHOVlYVIANIE I TRANSPORT 

4.1. Pakowani e , Płyty komórkowe składuje się i 
wysyła do odbiorców bez opakowania. 

~rzechowYWanie . Płyty komórkowe należy 

przechowywać w pomieszc zeni ach zamkniętych, w 
warunĄach klimatycznych zapewniających utrzymanie 
równowagi hi groskopijnej pomiędzy wilgotnością 

powietrza a wilgotnością płyty . Temper'atura w ma
gazynie powinna wynosić +15 .;. 20 0 C. a wilgotność 
wZ5l(.'dnr~ powietrza 50 ~ 60}i) . 

Płyty należy układać bez prz~kładek w s tosy o 
pion01~ch ścianach na paletach lub suchycn pozi o
ll\Y ch l egarach poło żonych w odstępach nie więk szych 

niż 10 cm. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 

2 ,5 m, a minimalnn. odległoś ć od grzejników i mu
rowanych śc ian nie p;>winna być mniejsza niż 1 m. 
W każdym stosie powinny być ułożone płytS o jed

nym f ormacie , odpowiednimi bokami w j ednym ,:i&
runku. stos należy przykryć płytą ochronną o ma sUJ 
przynajmnie j trzykrotnie wif,"k sze j od masy poje
dynczej płyty znajdującej siĘ w danym stosi e. 

4.3. Tr ansport. Płyty komór kowe należs przewo
zić krytymi środkami transpor towymi zabezpitlcza
jącymi je pr zed zuwilgoceniem i zaLieczyszczenie~ 

Płyty układa się na środkach transportowych h.tZ~m, 

zabe zpieczając je przed przesuwani em i usz!odze
niem. 

5. BADiJH., 

5,1. Progrrun badań 

5.1.1. Badania połne 
a l sprawdzenie materiału (3.1 l , 

. b J sprawdzenie wymiarów i kształtu {3.3). 
c ) sprawdzenie wyglądu zewnętrzno go ', 3.4 ) . 
d) sprawdzenie kons trukcji (3. 2) , 
e) sprawdzeni e właśc iwości fizycznych i mQcha

nicznych (3.5), 
f) sprawdzenie cechowania (3.6) . 

Badania pe łne należy przeprowadzać przy .urucha
mianiu nowej produkcji. pr zy wprowndzeniu zmian 
technologicznych, jednorazowo w ~vartale i na ż ą
danie odbiorcy. 

5.1,2. Badania niepe łne 
wymienione w 5.1.1 b ) . c ) , 
należy przeprowadzać przy 
par tii p łyt . 

obejmuj ą sprawdzenia 
f). Badani.a nicpełno 

każdorazowym odbi orze 

5.2. Pobi eranie pr6bek. ~prawdzenia należy wy 
konać na części pły t z partii zwanej Rr6bką, po 
24 h e k ładowania VI war unkach podanych w 4. 2 . 

Sprawdze nia Nt) 5.1a) ~ e j i f) na leży wykonać 

na całych f'ly t ach , sprawdzenia wg ,5 . 1 dl . el - na 
wyc inkRch pobranych z płyt . Fłyty należy pobrać VI 

s posób loso1~ metodą na ślepo. Zależnoś ć pomiędzy 

wiu lkością partii a licznością próbki podano w 
tabl. 5. 

Tablica 5 

Badania wg 5.1a) ~ c) i f) Badania wg 5.1d) i e) 

Liczność _ l!\czna liczba l~czna dopusz.- liczba płyt prze- liczba It'Ycin- łączna licz- ł ączna dopus z-
partU. m) płyt przeznaczona czalna liczba znaczonych do ba- k6w do kaźde- ba wycink6w czalna li czba ~ 

do badań nie nisz.- płyt niedobr)'ch de n1s ~cz !\cych go z badań do badań c i nk6w niedo~cł! 
cZ~1c t w pr6bce w pr 6bce 

5 ~ 15 10 2 4 5 15 2 

16 ~ 25 15 3 5 10 30 3 

26 .;. 63 25 5 10 15 45 5 

64 .;. 160 40 7 15 25 I 75 8 
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Producent w kontroli wewnątrzzakładowej mote 
pobrać do badań niszczących wycinki płyt o innej 
liczności niż podano w tabl. 5. jeżeli na podsta
wie wynik6w kontroli bieżącej może okreś lić po
ziom jakości produkowanych płyt. 

5. 3. Opis badań 

5. 3. 1 . Sprawdzenie materiału okładzin i ramy 
należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne 

nieuzbrojOnym okiem. Sprawdzenie materiału wypeł
niającego należy przeprowadzać prze z oględziny w 
trakcie sprawdzania właściwości fizycznych i me
chaniczlT.Ych. 

~ Sprawdzeni~ar6w i kształtu 

2.2 . 2.1. Sprawdzenie WYmiar6w. Długość i szero
kość płyt DRleży mierzyć przymiarem liniowym z' 
dokładnością do 1 mm na bokach warstwy środkowej 

płyt (ramie). Grubość należy mierzyć grubościo

mierzem zaopatrzonym w płaskie tarcze przyciskowe 
o powie rzchni styku 2 cm2 w czterech punktach. w 
środku każdego boku w odległości co najmniej 25mm 
od krawędzi płyty. Za wynik badania przyjmuje się 
średnią arytmetyczną czterech pomiar6w. 

2~' ~ ' ~p~~~ie ogchylenia krawedzi 
od kąta prostego należy przeprowadzać za 
szablonu o kształcie tr6jkąta prostokątnego 
przymiarem z podziałką milimetrową. 

płyty 

pomocą 

oraz 

5. 3. 2.3. Sprawdzenie wichrowatości ołyty nale ży 

przeprowadzić zgodnie z PN-59/D-04202. 

5.3.2. Sprawdzeni e wyglądu zewnętrznego polega 
na dokonaniu oględzin i oceny nieuzbrojonym okiem 
płaszczyzn płyty okładzinowej. 

2.3.4. Sprawdzenie konstrukcji należy przepro
wadzać przez oględziny nieuzbrojonym okiem na pr6-
bach przeznaczonych do badania właściwości fizy
cznych i mechanicznych. 

hl. 5. Sprawdzenie właściwości fizYC ZAYch i me
chaniczAYch 

.2...2..2.1. Sprawdzenie wilgotności należy prze
prowadzać zgodnie z BN-69/7102- 02 . Pr6bki do 

badań należy pobrać z czterech narożJrl.kÓ"W i ze 
środka płyty. 

5.3.5.2. Sprawdzenie nasiąkliwości płyty p-:'llj-= 
niowej należy przeprowadzać zgodni e z PN-7BI 
D-04234 na próbkach płyty pilśniowej wyciętych ~ 

płyty komórkowej 'po usunięciu z nich przyklejo~ch 
resztek środka. 

5.3.5.3. SprawdzeJrl.e jakości sklejenia przepro
wadza się na wycinkach o wymiarach 200)( 200 mm 
pobranych z narożnika płyty ko~Arkowej. Badanie 
polega na wtłaczaniu ostrego narzędzia pomi\,dzy 0-

kładzinę i ramiak w taki spos6b, aby ostrze nie 
przecinało włókien drewna aJrl. płyty okładzinowej, 

lecz rozklinowało spoinę klejową. Jeżeli rozwar
stwieniu ulegnie okładzina, a na przynajmniej 75% 
powierzchJrl. ramiaka pozostaną włókna płyty okła

dzinowej, to wytrzymałości spoiny klejowej jest 
dobra tzn. większa od wytrzymałości na rozwar
stwienie pły ty okładzinowej . 

W przypadku sporu sprawdzenie należy przeprowa
dzić wg PN-80/D-04237. 

5.3,6. Sprawdzenie cechowania należy przeprowa
dzić przez' oględziny. 

5.4. Ocena wyników badęA 

5,lL,1, Fbta dobrą. Płytę należy uznać za dobrą, 
jeżeli przejdzie z wynikiem doda"tnim przez bada
nia wg 5.1 przewidziane przy odbiorze. 

5,4.2. Wycinek (pr6bka) dobry. Badany wycinek 
(prÓbka) należy uznać za dobr,y, jeśli przejdzie z 
wynikiem dodatnim przez spr awdzenia wymienione w 
5.1d) i e). 

5.4.3. Partia zgodna z wymaganiami normY. Partię 
płyt należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, 
jeżeli liczba płyt i wycinków niedobrych nie prz&
kroczy liczb podaQYch w tabl. 5. 

5.4.4. Zaświadczenie wytw6rcy o ~xnikach badań~ 
Na żądanie od~iorcy producent jest obowiązany do 
wystawienia świadectwa kontroli jakości stwier
dzającego zgodnoś ć płyt z wymaganiami normy. 

KONIEC 

INfORMACJE DODATKOWI 

1. Instytucja opracowująca normę - Zjednoczenie Prze

mysłu P ł yt, Skle jek i Zapałek . 

2 . Istotne zmiany w s t osunku .• do BN-70(?113-01 

a ) dopus zczono s tosowanie na ramę płyty wi órowe praso

wane, sklejki i inne materiały drewnopochodne , 

b) dopuszczono za zgod ą stron stosowani. na okładziny 

płyty pilśniowej II klas y i i nnych mater iał ów uznanych 

przez placówki naukowo-badawcze za równorzę dne, 

c ) usunięto ogran iczeni a wymiarowe e lementów konstruk
~yjnych płyt, 

d ) oddz ie lono wady drewna występujące w ramie od wad 

drewna i produkcji w gotowych płytach, 

e) wprowadzono wklęśnięc i a płyt okładzinowych jako wa

dV niedopu6zczalną, 

f) wyeliminowano wymagania: g •• tośc i vytrzymalośł na 
. ściskanie. 



In f orma cj a d oJa t kow. do BN-7~/7 1 29-01 5 

5 , Nor my z.wi ązane 

P ~~-79/ D~I 01": ::lr C ~C;ł . Wa dy 

PII - 59/ o-()l1 2ll ,2 fi z yczne l mechaniczn o wlas nosci tworzy w 

drzewnyc h . Oznaczanie wic hrowatosc l pł y t dr z ..... nyc h 

?!1- 7ó/ D- 04 2.14 Pł y t y p i H; nlo ..... onz ... iór o ... " i paidzierzo-

~ & pr ~s o ~ane . OznaCZ3Die na ~ . iąkli wo~c i 

PN -80/L> - 04 .' j7 ,' łyty pilś nio .... oraz pr .. ~ o ... ane ... i6r o .... 

paździerzo ", Q . Oz naczanie ... y tr zymał05ci na rozciąganie 

... ~ ierunku pr o st opadł ym do pł a s zc zyzn płyty 

BII - 69/7102- 0 2 Dre ... nopochodne m" t eriał :/ pł y t o'óe. o:; na -

czeni .... ilgotnoŚc i 

B~I -74/71?2-11 . 2 1 Pły ty pil śnio .... . Płyty t"ar ·J . zwyk łe . 

~ ymaganla technic zne 

4 . Autorzy pro j ektu normy - mgr in ż .Jan Dymek-Oś rod ek 

Badawczo-Roz wo j o ... y P r zemysłu Płyt Drewnop ochodnyc h, Zyg

munt Gadoms k i - Piskh Zakłady Prz .. my ~ lu Skle j e k . 

5. ~yJanie 2 - ' t.n aktua lny: maj 198 1 - ua ktu a l n i ono 

normy zw i ą~a n e or az wprowadzono zmianę: zmiana 1 - Biu

let y n P,;NHl nr 5/ 1979 . 
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